附件：
会议审定、预审和讨论的标准项目
	序号
	组别
	计划文号及编号
	项目名称
	牵头单位
	备注

	1 
	第一组
	国标委发〔2024〕28号
20241932-T-469
	碳化硅单晶
	北京天科合达半导体股份有限公司
	审定

	2 
	
	国标委发〔2025〕12号
20250822-T-469
	200mm碳化硅单晶抛光片
	上海天岳半导体材料有限公司
	讨论

	3 
	
	国标委发〔2025〕12号
20250729-T-469
	碳化硅晶片表面杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	广东天域半导体股份有限公司
	预审

	4 
	
	国标委发〔2025〕12号
20250731-T-469
	碳化硅外延层载流子寿命的测试 瞬态吸收法
	广东天域半导体股份有限公司
	预审

	5 
	
	国标委发〔2025〕3号
20250151-T-469
	碳化硅粉
	山西烁科晶体有限公司
	预审

	6 
	
	中色协科字〔2025〕23号
2025-033-T/CNIA
	碳化硅粉表面金属含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	山西烁科晶体有限公司
	预审

	7 
	
	国标委发〔2025〕3号
20250093-T-469
	氮化铝单晶复合衬底
	松山湖材料实验室
	预审

	8 
	第二组
	工信厅科函〔2025〕84号
2025-0027T-YS
	再生硅片
	中国电子科技集团公司第四十六研究所
	审定

	9 
	
	国标委发〔2025〕7号
20250575-T-469
	高温扩散用硅舟及硅保温筒
	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司
	预审

	10 
	
	国标委发〔2025〕7号
20250577-T-469
	化学气相沉积用硅喷射管
	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司
	预审

	11 
	
	国标委发〔2025〕3号
20250087-T-469
	集成电路用高纯硅靶材
	宁波江丰电子材料股份有限公司
	预审
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